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この文書の内容（製品の仕様、 特性、 データ、 材料、 構造など）は2023年8月現在のものです。この内容は

製品の仕様変更のため、または他の理由により、事前の予告なく変更されることがあります。この文書に記載さ

れている製品を使用される場合には、その製品の最新版の仕様書を入手して、データを確認してください。

本文書に記載してある応用例は、富士電機の半導体製品を使用した代表的な応用例を説明するものであり、

本アプリケーションマニュアルによって工業所有権やその他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を

行うものではありません。

富士電機（株）は絶えず製品の品質と信頼性の向上に努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障

する可能性があります。富士電機製半導体製品の故障または誤動作が、結果として人身事故、火災等による

財産に対する損害や、社会的な損害を起こさぬように冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計など、安全確

保のための手段を講じてください。

本アプリケーションマニュアルに記載している製品は、普通の信頼度が要求される下記のような産業用電子

機器や産業用電気機器に使用されることを意図して製造しています。

・コンプレッサモータ用インバータ ・ルームエアコン用ファンモータインバータ

・ヒートポンプアプリケーション用コンプレッサモータインバータ など

本アプリケーションマニュアルに記載の製品を、下記のような特に高い信頼度を持つ必要がある機器に使用

をご予定のお客様は、事前に富士電機（株）へ必ず連絡の上、了解を得てください。この資料の製品をこれらの

機器に使用するには、そこに組み込まれた富士電機製半導体製品が故障しても、機器が誤動作しないように、

バックアップ・システムなど、安全維持のための適切な手段を講じることが必要です。

・輸送機器（車載、舶用など） ・幹線用通信機器 ・交通信号機器

・ガス漏れ検知および遮断機 ・防災／防犯装置 ・安全確保のための各種装置 など

極めて高い信頼性を要求される下記のような機器および戦略物資に該当する機器には、本アプリケーション

マニュアルに記載の製品を使用しないでください。

・宇宙機器 ・航空機搭載用機器 ・原子力制御機器 ・海底中継機器 ・医療機器

本アプリケーションマニュアルの一部または全部の転載複製については、文書による当社の承諾が必要です。

本アプリケーションマニュアルの内容にご不明の点がありましたら、製品を使用する前に富士電機（株）または、

その販売店へ質問してください。本注意書きの内容をお守り頂けなかったために生じた如何なる損害も富士電

機（株）とその販売店は責任を負うものではありません。
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1. プリント基板へのはんだ付け方法 6-2

2. ヒートシンクへの実装方法 6-2

3. ヒートシンクの選定方法 6-4

第6章 実装ガイドラインおよび熱設計
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1. プリント基板へのはんだ付け方法

• はんだ付け時の温度はデバイスの絶対最大定格の温度を超える可能性があります。デバイスへのダ

メージを防止し、信頼性を保証するために下記のはんだ付け温度以下でご使用ください。

方法 はんだ温度と時間

ディップはんだ付け 260±5oC、10±1秒

表6-1 はんだ温度と浸漬時間

• 端子の浸漬深さが製品本体に近接しすぎないようにするため、端子にはストッパを設けています。このス

トッパを考慮してプリント基板からの必要な距離を確保し、ディップはんだ付け時に製品本体がはんだ漕

に浸漬しないようにしてください。

• 一度プリント基板から外した製品は再利用しないでください。基板から外した製品は、はんだを取り除い

た時の熱もしくは機械的なダメージを受けた可能性があります。

2. ヒートシンクへの実装方法

• 本製品をヒートシンクに取り付ける時、以下の推奨締め付け順序をご参照ください。過大トルクによる片締

めは、チップの破壊または劣化を招く可能性があります。

図6-1   推奨締め付け順序

推奨:

仮締め: 1  2

本締め: 2  1
1 2

注意) 仮締めの締め付けトルクは最大トルク(0.59～0.98N・m)の30％を目安に設定してください。

• 図6-2はヒートシンクの平坦度の測定位置を示しています。

• ヒートシンクの平坦度は0μm/100mm ~ +100μm/100mmとし、表面荒さ(Rz)は10μm以下のヒートシンク

表面を仕上げてください。

• ヒートシンクの表面が窪んでいる場合はヒートシンクと本製品の間で隙間が生じ、冷却効率が低下します。

• 平坦度が100μm/100mm以上の場合は、本製品のアルミ絶縁基板が変形して内部絶縁基板に亀裂が発

生する可能性がありますのでご注意ください。
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図6-2   ヒートシンクの平坦度測定位置

放熱効果を得るためには、熱伝導率の高いサーマルグリスをデバイスとヒートシンクの接触面に均一に塗布

する必要があります。塗布方法については、適切な厚さを管理するためにステンシル工法(図6-3)を推奨しま

す。サーマルグリスの特性、量、ステンシルマスクパターンなどについてはマウンティングインストラクションを

参照ください。

図6-3 サーマルグリス塗布の様子
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3. ヒートシンクの選定方法

• IGBTの動作保護のため、接合温度Tvjは絶対最大定格を超えないことをご確認ください。定格負荷と同様

に過負荷動作などの異常状態が発生した場合でもTvjが絶対最大定格を常に下回るようにヒートシンクを

設計する必要があります。

• IGBTチップが絶対最大定格より高い温度での動作はチップ損傷の要因となります。 本製品ではIGBTの
チップ温度が絶対最大定格値では、過熱保護機能が動作しますが、温度が急激に上昇する場合は、チッ

プは保護されないことがあります。

• 上記と同様、FWDのチップ温度が絶対最大定格を超えないようにご注意ください。

• ヒートシンクを選定する場合は、必ず図2-2に示す位置で直接温度を測定し、チップ温度を確認してくださ

い。

具体的な設計は次の文書をご参照ください。

“IGBTモジュールアプリケーションマニュアルRH984”
内容：

• 発生損失の求め方

• ヒートシンクの選定方法

• ヒートシンクの取り付け時の注意事項

• トラブルシューティング
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